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製品特長

製品特性 CMC AlSiC と MMC 材料の比較 :

Material Density
( g/cm3 )

Thermal 
conductivity
( W/m·K @25°C )

Coefficient of 
Thermal Expansion

( PPM /°C )

85Mo/15Cu 10.01 195 7.0

50Mo/50Cu 9.51 230 10.3

AlSiC 2.7~3.0 >180 7~10

Cu-AlSiC 2.9~3.2 >360 8~12

•優れた高温加工安定性。
•熱サイクル試験やはんだ付け適性試験後でも、反りが発生しません。
•低熱膨張係数と高熱伝導率を兼ね備えます。
•銅より重さが低い。
•厚みを薄型化しても反りがなく、最薄で 1mmまで対応可能。
•振動試験に合格。
•熱サイクル試験後の寿命は銅より優れます
    (資料源 : Infineon AN2019-05 Report。詳細は下図をご参照ください。) 銅（Cu）やモリブデン銅（Mo-Cu）の代替材料としても使用可能。

電子部品の熱伝導率と放熱効率を高めるためのセラミック系複合
材料。

一般説明

CMC AlSiC 

RoHS Compliant

MMC 
( マトリックス金属複合材料 )

CMC
( セラミック基複合材料 )

アルミニウムは表面でのみシリコンカーバ
イド（SiC）と結合します。

アルミニウムは全体構造においてシリコン
カーバイド（SiC）と結合します。
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